Lodstopplack och
jordplan.

Ytisolations métning.
Med tryckt- och omsmalt
lodpasta mats lednings-
férmagan i olika mycket
luftfuktighet och temperatur.
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Test av tryckning pa = = ,
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Pin-in-paste

Att trycka i genom-
platterade hal indikerar Véatnings test
vitkraften hos pastan. © 6 6 o0 o 00000000 © 9o I Har ges mojlighet att
mata hur langt pastan
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| vater ut. Med denna test
som ungs profil.
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Ren koppar
Paste release test:

Hér testas pastans férmaga att
slappa fran platen, eller snarare
platens férmaga att slappa pastan.
Minsta pitch ar 0,3mm (12 mil)

Slumping test:

Efter férvarmning kan man se om
pastan star prydligt kvar eller den

har séckat ihop. I El& [ | neesd
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Lodstopplack utan
jordplan
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Kombinationstest av slumping och
lodkule bildning.

Om en pasta slumpar kommer monstret
att smalta ihop efter omsmaltning.
Dessutom kan man se i flussresternas
yttre kant om det finns sma lodkulor kvar.
Pa de viset kan man se pastans formaga
vata, samt att bilda lodkulor.

Testet sker under tva olika férutsattningar
med och utan jordplan, pa l6dstopplack.

Flussrest test

Pa ren FR 4 ar det mycket avsléjande hur
mycket flussmedels resterna breder ut sig.
Med denna test kan man justera sin profil

s& att man far flussresterna dit man vill.
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Test av reducering pa
stenciléppningar.

Fran 50%, 20% & 10%
reducering, till 1:1
O6ppning. Dessutom en
6ppning med 20% &ver-
tryck. Dar kan man se
formagan till kul bildning.




